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명 세 서

청구범위

청구항 1 

에폭시 화합물 및 상기 에폭시 화합물 100 중량부에 대하여 45 중량부 내지 145 중량부의 범위 내이고, 옥세탄

기를 갖는 화합물을 포함하며, 유리에 대한 접촉각이 15° 미만인 밀봉재 조성물.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 에폭시 화합물은 적어도 2관능 이상인 밀봉재 조성물.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 에폭시 화합물은 분자 구조 내에 환형 구조를 갖는 화합물 및/또는 직쇄 또는 분지쇄의 지방

족 화합물을 포함하는 밀봉재 조성물.

청구항 4 

제 3 항에 있어서, 분자 구조 내에 환형 구조를 갖는 화합물은 분자 구조 내에 고리 구성 원자가 3 내지 10의

범위 내인 밀봉재 조성물.

청구항 5 

제 3 항에 있어서, 직쇄 또는 분지쇄의 지방족 화합물은 환형 구조를 갖는 화합물 100 중량부에 대하여, 20 중

량부 이상, 205 중량부 미만의 범위 내로 포함되는 밀봉재 조성물.

청구항 6 

제 1 항에 있어서, 옥세탄기를 갖는 화합물은 비점이 90 내지 300℃의 범위 내에 있는 밀봉재 조성물.

청구항 7 

제 1 항에 있어서, 옥세탄기를 갖는 화합물은 중량평균분자량이 150 내지 1,000g/mol의 범위 내에 있는 밀봉재

조성물.

청구항 8 

제 1 항에 있어서, 이온성 광개시제를 추가로 포함하는 밀봉재 조성물.

청구항 9 

제 8 항에 있어서, 광개시제는 설포늄염을 포함하는 광개시제인 밀봉재 조성물.

청구항 10 

제  8  항에  있어서,  광개시제는  에폭시  화합물  100  중량부에  대하여  1  내지  15  중량부로  포함되는  밀봉재

조성물.

청구항 11 

제 1 항에 있어서, 계면 활성제를 추가로 포함하는 밀봉재 조성물.

청구항 12 

제 11 항에 있어서, 계면 활성제는 극성 작용기를 포함하는 밀봉재 조성물.

청구항 13 
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제 11 항에 있어서, 계면 활성제는 불소계 화합물을 포함하는 밀봉재 조성물.

청구항 14 

제 11 항에 있어서, 계면 활성제는 에폭시 화합물 100 중량부에 대하여 0.01 중량부 내지 10 중량부로 포함되는

밀봉재 조성물.

청구항 15 

제 1 항에 있어서, 무용제 형태의 잉크 조성물인 밀봉재 조성물.

청구항 16 

제 1 항에 있어서, 25℃의 온도, 90%의 토크 및 100rpm의 전단속도에서, 브룩필드사의 DV-3으로 측정한 점도가

50cPs 이하인 밀봉재 조성물.

청구항 17 

제 1 항에 있어서, 경화 후 50mg의 경화물에 대해 퍼지트랩(Purge & Trap)-기체 크로마토그래피/질량 분석법을

이용하여 110℃에서 30분 동안 유지한 후, 측정되는 휘발성 유기화합물의 양이 50ppm미만인 밀봉재 조성물.

청구항 18 

기판; 기판 상에 형성된 유기전자소자; 및 상기 유기전자소자의 전면을 밀봉하고, 제 1 항에 따른 밀봉재 조성

물을 포함하는 유기층을 포함하는 유기전자장치.

청구항 19 

상부에 유기전자소자가 형성된 기판의 상에, 제 1 항의 밀봉재 조성물이 상기 유기전자소자의 전면을 밀봉하도

록 유기층을 형성하는 단계를 포함하는 유기전자장치의 제조 방법.

청구항 20 

제 19 항에 있어서, 유기층을 형성하는 단계는 잉크젯 인쇄, 그라비아 코팅, 스핀 코팅, 스크린 프린팅 또는 리

버스 오프셋 코팅을 포함하는 유기전자장치의 제조 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 출원은 밀봉재 조성물, 이를 포함하는 유기전자장치 및 상기 유기전자장치의 제조 방법에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

유기전자장치(OED; organic electronic device)는 정공 및 전자를 이용하여 전하의 교류를 발생하는 유기 재료[0002]

층을 포함하는 장치를 의미하며, 그 예로는, 광전지 장치(photovoltaic device), 정류기(rectifier), 트랜스미

터(transmitter) 및 유기발광다이오드(OLED; organic light emitting diode) 등을 들 수 있다.

상기 유기전자장치 중 유기발광다이오드(OLED: Organic Light Emitting Didoe)는 기존 광원에 비하여, 전력 소[0003]

모량이 적고, 응답 속도가 빠르며, 표시장치 또는 조명의 박형화에 유리하다.  또한, OLED는 공간 활용성이 우

수하여, 각종 휴대용 기기, 모니터, 노트북 및 TV에 걸친 다양한 분야에서 적용될 것으로 기대되고 있다.

OLED의 상용화 및 용도 확대에 있어서, 가장 주요한 문제점은 내구성 문제이다.  OLED에 포함된 유기재료 및 금[0004]

속 전극 등은 수분 등의 외부적 요인에 의해 매우 쉽게 산화된다.  따라서, OLED를 포함하는 제품은 환경적 요

인에 크게 민감하다.  이에 따라 OLED 등과 같은 유기전자장치에 대한 외부로부터의 산소 또는 수분 등의 침투

를 효과적으로 차단하기 위하여 다양한 방법이 제안되어 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제
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본 출원은 외부로부터 유기전자장치로 유입되는 수분 또는 산소를 효과적으로 차단하여 유기전자장치의 수명을[0005]

확보할 수 있고, 전면 발광형 유기전자장치의 구현이 가능하며, 잉크젯 방식으로 적용 가능하고, 박형의 디스플

레이를 제공할 수 있는 밀봉재 조성물 및 이를 포함하는 유기전자장치를 제공한다.

과제의 해결 수단

본 출원은 밀봉재 조성물에 관한 것이다.  상기 밀봉재 조성물은 예를 들면, OLED 등과 같은 유기전자장치를 봉[0006]

지 또는 캡슐화하는 것에 적용되는 봉지재일 수 있다.  하나의 예시에서, 본 출원의 밀봉재 조성물은 유기전자

소자의 전면을 봉지 또는 캡슐화하는 것에 적용될 수 있다.  따라서, 상기 밀봉재 조성물이 캡슐화에 적용된 후

에는 유기전자장치의 전면을 밀봉하는 유기층 형태로 존재할 수 있다.  또한, 상기 유기층은 후술하는 보호막

및/또는 무기층과 함께 유기전자소자 상에 적층되어 봉지 구조를 형성할 수 있다.

본 출원의 구체예에서, 본 출원은 잉크젯 공정에 적용 가능한 유기전자소자 봉지용 밀봉재 조성물에 관한 것으[0007]

로서, 상기 조성물은 비접촉식으로 패터닝이 가능한 잉크젯 프린팅을 이용해 기판에 토출되었을 때, 적절한 물

성을 갖도록 설계될 수 있다.

본 명세서에서, 용어 「유기전자장치」는 서로 대향하는 한 쌍의 전극 사이에 정공 및 전자를 이용하여 전하의[0008]

교류를 발생하는 유기재료층을 포함하는 구조를 갖는 물품 또는 장치를 의미하며, 그 예로는, 광전지 장치, 정

류기, 트랜스미터 및 유기발광다이오드(OLED) 등을 들 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.  본 출원의 하나

의 예시에서 상기 유기전자장치는 OLED일 수 있다.

예시적인 밀봉재 조성물은 에폭시 화합물 및 옥세탄기를 갖는 화합물을 포함할 수 있다.  상기 에폭시 화합물은[0009]

광경화성 또는 열경화성 화합물일 수 있다.  상기 옥세탄기를 갖는 화합물은 상기 에폭시 화합물 100 중량부에

대하여 45 중량부 내지 145 중량부, 48 중량부 내지 144 중량부, 63 중량부 내지 143 중량부 또는 68 중량부 내

지 142 중량부의 범위 내로 포함될 수 있다.  본 명세서 용어 「중량부」는 각 성분 간의 중량 비율을 의미할

수 있다.  본 출원은 상기 조성의 함량 비율을 제어함으로 인해, 유기전자소자에 잉크젯 방식으로 유기층을 형

성할 수 있고, 도포된 밀봉재 조성물은 짧은 시간 내에 우수한 퍼짐성을 가지며, 경화된 후에 우수한 경화 강도

를 갖는 유기층을 제공할 수 있다.  하나의 예시에서, 본 출원의 밀봉재 조성물은 유리에 대한 접촉각이 15°

이하, 12° 이하, 10° 이하 또는 8° 이하일 수 있다.  하한은 특별히 제한되지 않으나, 1° 또는 3° 이상일

수 있다.  본 출원은 상기 접촉각을 15° 이하로 조절함으로써, 잉크젯 코팅에서의 짧은 시간 내에 퍼짐성을 확

보할 수 있고, 이에 따라 얇은 막의 유기층을 형성할 수 있다.  본 출원에서 상기 접촉각은 Sessile Drop 측정

방법을 사용하여, 유리 상에 상기 밀봉재 조성물을 한 방울 도포하여 측정한 것일 수 있으며, 5회 도포 후 평균

값을 측정한 것일 수 있다.

하나의 예시에서, 상기 에폭시 화합물은 적어도 1관능 또는 2관능 이상일 수 있다.  즉, 에폭시 관능기가 상기[0010]

화합물에 1 또는 2 이상 존재할 수 있고, 상한은 특별히 한정되지 않으나 10 이하일 수 있다.  상기 에폭시 화

합물은 잉크 조성물에 적절한 가교도를 구현하여 고온 고습에서의 우수한 내열 내구성을 구현한다.

본 출원의 구체예에서, 에폭시 화합물은 분자 구조 내에 환형 구조를 갖는 화합물 및/또는 직쇄 또는 분지쇄의[0011]

지방족 화합물을 포함할 수 있다.  즉, 본 출원의 밀봉재 조성물은 에폭시 화합물로서 분자 구조 내에 환형 구

조를 갖는 화합물 및 직쇄 또는 분지쇄의 지방족 화합물 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 함께 포함할 수도

있다.  하나의 예시에서, 상기 분자 구조 내에 환형 구조를 갖는 화합물은 분자 구조 내에 고리 구성 원자가 3

내지 10, 4 내지 8 또는 5 내지 7의 범위 내일 수 있고 상기 화합물 내에 환형 구조가 1 이상 또는 2 이상, 10

이하 존재할 수 있다.  상기 환형 구조를 갖는 화합물 및 직쇄 또는 분지쇄의 지방족 화합물이 함께 포함될 경

우, 상기 직쇄 또는 분지쇄의 지방족 화합물은 환형 구조를 갖는 화합물 100 중량부에 대하여, 20 중량부 이상,

205 중량부 미만, 23 중량부 내지 204 중량부, 30 중량부 내지 203 중량부, 34 중량부 내지 202 중량부, 40 중

량부 내지 201 중량부, 60 중량부 내지 200 중량부 또는 100 중량부 내지 173 중량부의 범위 내로 밀봉재 조성

물에 포함될 수 있다.  본 출원은 상기 함량 범위를 제어함으로써, 밀봉재 조성물이 유기전자소자를 전면 밀봉

함에 있어서 소자 손상을 방지할 수 있도록 하고, 잉크젯 가능한 적정 물성을 갖게 하며, 경화 후 우수한 경화

강도를 갖게 하고, 또한, 우수한 수분 차단성을 함께 구현할 수 있게 한다.

하나의  예시에서,  에폭시  화합물은  50  내지  350g/eq,  73  내지  332g/eq,  94  내지  318g/eq  또는  123  내지[0012]

298g/eq의 범위의 에폭시 당량을 가질 수 있다.  또한, 옥세탄기를 갖는 화합물은 중량평균분자량이 150 내지

1,000g/mol, 173 내지 980g/mol, 188 내지 860g/mol, 210 내지 823g/mol 또는 330 내지 780g/mol의 범위 내에

있을 수 있다.  본 출원은 상기 에폭시 화합물의 에폭시 당량을 낮게 제어하거나, 상기 옥세탄기를 갖는 화합물
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의 중량평균분자량을 낮게 조절함으로써, 밀봉재의 경화 후 경화 완료도를 향상시키면서 조성물의 점도가 지나

치게 높아져서 잉크젯 공정이 불가능하게 하는 것을 방지할 수 있고, 동시에 수분 차단성 및 우수한 경화 감도

를 제공할 수 있다.  본 명세서에서 중량평균분자량은, GPC(Gel Permeation Chromatograph)로 측정한 표준 폴

리스티렌에 대한 환산 수치를 의미한다.  하나의 예시에서, 250 내지 300mm의 길이, 4.5 내지 7.5mm의 내경을

가지는 금속관으로 되어 있는 컬럼에 3 내지 20mm Polystyrene bead로 충진한다.  측정하고자 하는 물질을 THF

용매에 녹인 희석된 용액을 컬럼에 통과시키면 유출되는 시간에 따라 중량평균분자량을 간접적으로 측정 가능하

다.  컬럼으로부터 크기 별로 분리되어 나오는 양을 시간별로 Plot하여 검출할 수 있다.  또한, 본 명세서에서

에폭시 당량은 1그램 당량의 에폭시기를 함유하는 수지의 그램수(g/eq)이며, JIS K 7236에 규정된 방법에 따라

서 측정될 수 있다.

또한, 옥세탄기를 갖는 화합물은 비점이 90 내지 300℃, 98 내지 270℃, 110 내지 258℃ 또는 138 내지 237℃의[0013]

범위 내에 있을 수 있다.  본 출원은 상기 화합물의 비점을 상기 범위로 제어함으로써, 잉크젯 공정에서 고온에

서도 우수한 인쇄성을 구현하면서 외부로부터 수분 차단성이 우수하고, 아웃 가스가 억제되어 소자에 가해지는

손상을 방지할 수 있는 밀봉재의 제공이 가능하다.  본 명세서에서 비점은 특별히 달리 규정하지 않는 한, 1기

압에서 측정한 것일 수 있다.

하나의 예시에서, 분자 구조 내에 환형 구조를 갖는 화합물은 3,4-에폭시사이클로헥실메틸 3',4'-에폭시사이클[0014]

로헥산카복실레이트 (EEC) 및 유도체, 디사이클로펜타디엔 디옥사이드 및 유도체, 비닐사이클로헥센 디옥사이드

및 유도체, 1,4-사이클로헥산디메탄올 비스(3,4-에폭시사이클로헥산카복실레이트) 및 유도체를 예시로 할 수 있

으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 

하나의 예시에서, 상기 옥세탄기를 포함하는 화합물은 상기 관능기를 갖는 한 그 구조는 제한되지 않으며, 예를[0015]

들어, TOAGOSEI사의 OXT-221, CHOX, OX-SC, OXT101, OXT121, 또는 OXT212, 또는 ETERNACOLL사의 EHO, OXBP,

OXTP 또는 OXMA가 예시될 수 있다.  또한, 직쇄 또는 분지쇄의 지방족 에폭시 화합물은 알리파틱 글리시딜 에테

르,  1,4-부탄다이올  디글리시딜  에테르,  에틸렌글라이콜  디글리시딜  에테르,  1,6-헥산다이올  디글리시딜

에테르, 프로필렌글라이콜 디글리시딜 에테르, 다이에틸렌 글라이콜 디글리시딜 에테르, 부틸 글리시딜 에테르,

2-에틸헥실 글리시딜 에테르 또는 네오펜틸글리콜 디글리시딜 에테르를 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는

다.

본 출원의 구체예에서, 밀봉재 조성물은 광개시제를 추가로 포함할 수 있다.  상기 광개시제는 이온성 광개시제[0016]

일 수 있다. 또한, 상기 광개시제는 200nm 내지 400nm 범위의 파장을 흡수하는 화합물일 수 있다.  본 출원은

상기 광개시제를 사용함으로써, 본 출원의 특정 조성에서 우수한 경화 물성을 구현할 수 있다.

하나의 예시에서, 상기 광개시제는 양이온 광중합 개시제일 수 있다.  양이온 광중합 개시제의 경우 당업계의[0017]

공지의 소재를 사용할 수 있으며, 예를 들어, 방향족 설포늄, 방향족 요오드늄, 방향족 디아조늄 또는 방향족

암모늄을 포함하는 양이온 부와 AsF6
-
, SbF6

-
, PF6

-
, 또는 테트라키스 (펜타플루오르페닐)보레이트를 포함하는 음

이온 부를 갖는 화합물을 포함할 수 있다.  또한, 양이온 광중합 개시제로는, 오늄 염(onium salt) 또는 유기금

속염(organometallic salt) 계열의 이온화 양이온 개시제 또는 유기 실란 또는 잠재성 황산(latent sulfonic

acid) 계열이나 비이온화 양이온 광중합 개시제가 예시될 수 있다.  오늄염 계열의 개시제로는, 디아릴이오도늄

염(diaryliodonium  salt),  트리아릴술포늄  염(triarylsulfonium  salt)  또는  아릴디아조늄  염(aryldiazonium

salt) 등이 예시될 수 있고, 유기금속 염 계열의 개시제로는 철 아렌(iron arene) 등이 예시될 수 있으며, 유기

실란 계열의 개시제로는, o-니트릴벤질 트리아릴 실리 에테르(o-nitrobenzyl triaryl silyl ether), 트리아릴

실리 퍼옥시드(triaryl silyl peroxide) 또는 아실 실란(acyl silane) 등이 예시될 수 있고, 잠재성 황산 계열

의 개시제로는 α-설포닐옥시 케톤 또는 α-히드록시메틸벤조인 설포네이트 등이 예시될 수 있으나, 이에 제한

되는 것은 아니다.

하나의 예시에서, 본 출원의 밀봉재 조성물은 잉크젯 방식으로 유기전자소자를 밀봉하는 용도에 적합하도록, 전[0018]

술한 특정 조성에 광개시제로서 설포늄염을 포함하는 광개시제를 포함할 수 있다.  상기 조성에 따른 밀봉재 조

성물은 유기전자소자 상에 직접 밀봉됨에도, 아웃 가스 발생량이 적어 소자에 화학적 손상이 가해지는 것을 방

지할 수 있다.  또한, 설포늄염을 포함하는 광개시제는 용해도 또한 우수하여, 잉크젯 공정에 적합하게 적용될

수 있다.

본 출원의 구체예에서, 상기 광개시제는 에폭시 화합물 100 중량부에 대하여 1 내지 15 중량부, 3 내지 14 중량[0019]

부, 또는 7 내지 13.5 중량부로 포함될 수 있다.  본 출원은 상기 광개시제 함량 범위를 조절함으로써, 유기전
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자소자 상에 직접 적용되는 본 출원의 밀봉재 조성물 특성 상 상기 소자에 물리적 화학적 손상을 최소화할 수

있다.

본 출원의 구체예에서, 상기 밀봉재 조성물은 계면 활성제를 추가로 포함할 수 있다.  하나의 예시에서, 상기[0020]

계면 활성제는 극성 작용기를 포함할 수 있다.  상기 극성 작용기는 예를 들어, 카르복실기, 히드록시기, 인산

염, 암모늄염, 카르복시레이트기, 황산염 또는 술폰산염을 포함할 수 있다.  또한, 본 출원의 구체예에서, 상기

계면 활성제는 비실리콘계 계면 활성제 또는 불소계 계면 활성제일 수 있다.  상기 비실리콘계 계면 활성제 또

는 불소계 계면 활성제는, 전술한 에폭시 화합물 및 옥세탄기를 갖는 화합물과 함께 적용되어, 유기전자소자 상

에 우수한 코팅성을 제공한다.  한편, 극성 반응기를 포함하는 계면활성제의 경우 전술한 밀봉재 조성물의 다른

성분과의 친화성이 높기 때문에 부착력 측면에서 우수한 효과를 구현할 수 있다. 본 출원의 구체예에서, 기재에

대한 잉크젯 코팅성을 향상시키기 위해 친수성(hydrophilic) 불소계 계면 활성제 또는 비실리콘계 계면 활성제

를 사용할 수 있다.

구체적으로, 상기 계면 활성제는 고분자형 또는 올리고머형 불소계 계면활성제일 수 있다.  상기 계면 활성제는[0021]

시판품을 사용할 수 있으며, 예를 들면 TEGO사의 Glide  100,  Glide110,  Glide  130,  Glide  460,  Glide  440,

Glide450 또는 RAD2500, DIC(DaiNippon Ink & Chemicals) 사의 Megaface F-251, F-281, F-552, F554, F-560,

F-561, F-562, F-563, F-565, F-568, F-570 및 F-571 또는 아사히 가라스 사의 Surflon S-111, S-112, S-113,

S-121, S-131, S-132, S-141 및 S-145 또는 스미토모 스리엠 사의 Fluorad FC-93, FC-95, FC-98, FC-129, FC-

135, FC-170C, FC-430 및 FC-4430 또는 듀퐁 사의 Zonyl FS-300, FSN, FSN-100 및 FSO 및 BYK사의 BYK-350,

BYK-354, BYK-355, BYK-356, BYK-358N, BYK-359, BYK-361N, BYK-381, BYK-388, BYK-392, BYK-394, BYK-399,

BYK-3440, BYK-3441, BYKETOL-AQ, BYK-DYNWET 800 등으로 이루어진 군에서 선택되는 것을 사용할 수 있다.

상기 계면 활성제는 에폭시 화합물 100 중량부에 대하여 0.1 중량부 내지 10 중량부, 0.05 중량부 내지 10 중량[0022]

부, 0.1 중량부 내지 10 중량부, 0.5 중량부 내지 8 중량부 또는 1 중량부 내지 4 중량부로 포함될 수 있다.

상기 함량 범위 내에서, 본 출원은 밀봉재 조성물이 잉크젯 방식에 적용되어 박막의 유기층을 형성할 수 있도록

한다.

본 출원의 구체예에서, 상기 밀봉재 조성물은 300nm 이상의 장파장 활성 에너지 선에서의 경화성을 보완하기 위[0023]

해 광 증감제를 추가로 포함할 수 있다. 상기 광 증감제는 200nm 내지 400nm 범위의 파장을 흡수하는 화합물일

수 있다.

상기 광 증감제는 안트라센, 9,10-디부톡시안트라센, 9,10-디메톡시안트라센, 9,10-디에톡시안트라센, 2-에틸-[0024]

9,10-디메톡시안트라센 등의 안트라센계 화합물; 벤조페논, 4,4-비스(디메틸아미노)벤조페논, 4,4-비스(디에틸

아미노)벤조페논,  2,4,6-트리메틸아미노벤조페논,  메틸-o-벤조일벤조에이트,  3,3-디메틸-4-메톡시벤조페논,

3,3,4,4-테트라(t-부틸퍼옥시카보닐)벤조페논 등의 벤조페논계 화합물; 아세토페논; 디메톡시아세토페논, 디에

톡시아세토페논, 2-히드록시-2-메틸-1-페닐프로판-1-온, 프로판온 등의 케톤계 화합물; 페릴렌; 9-플로레논, 2-

크로로-9-프로레논, 2-메틸-9-플로레논 등의 플로레논계 화합물; 티옥산톤, 2,4-디에틸 티옥산톤, 2-클로로 티

옥산톤, 1-클로로-4-프로필옥시 티옥산톤, 이소프로필티옥산톤(ITX), 디이소프로필티옥산톤 등의 티옥산톤계 화

합물; 크산톤, 2-메틸크산톤 등의 크산톤계 화합물; 안트라퀴논, 2-메틸 안트라퀴논, 2-에틸 안트라퀴논, t-부

틸 안트라퀴논, 2,6-디클로로-9,10- 안트라퀴논 등의 안트라퀴논계 화합물; 9-페닐아크리딘, 1,7-비스(9-아크리

디닐)헵탄, 1,5-비스(9-아크리디닐펜탄), 1,3-비스(9-아크리디닐)프로판 등의 아크리딘계 화합물; 벤질, 1,7,7-

트리메틸-비시클로[2,2,1]헵탄-2,3-디온, 9,10-펜안트렌퀴논 등의 디카보닐 화합물; 2,4,6-트리메틸벤조일 디페

닐포스핀 옥사이드, 비스(2,6-디메톡시벤조일)-2,4,4-트리메틸펜틸 포스핀 옥사이드 등의 포스핀 옥사이드계 화

합물;  메틸-4-(디메틸아미노)벤조에이트,  에틸-4-(디메틸아미노)벤조에이트,  2-n-부톡시에틸-4-(디메틸아미노)

벤조에이트 등의 벤조에이트계 화합물; 2,5-비스(4-디에틸아미노벤잘)시클로펜타논, 2,6-비스(4-디에틸아미노벤

잘)시클로헥사논, 2,6-비스(4-디에틸아미노벤잘)-4-메틸-시클로펜타논 등의 아미노 시너지스트; 3,3-카본닐비닐

-7-(디에틸아미노)쿠마린,  3-(2-벤조티아졸일)-7-(디에틸아미노)쿠마린,  3-벤조일-7-(디에틸아미노)쿠마린,  3-

벤조일-7-메톡시-쿠마린,  10,10-카르보닐비스[1,1,7,7-테트라메틸-2,3,6,7-테트라히드로-1H,5H,11H-C1]-벤조피

라노[6,7,8-ij]-퀴놀리진-11-온 등의 쿠마린계 화합물; 4-디에틸아미노 칼콘, 4-아지드벤잘아세토페논 등의 칼

콘 화합물; 2-벤조일메틸렌; 및 3-메틸-b-나프토티아졸린으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상일 수 있

다.

상기 광 증감제는 광개시제 100 중량부에 대해, 28 중량부 내지 40 중량부, 31 중량부 내지 38 중량부 또는 32[0025]

중량부 내지 36 중량부의 범위 내로 포함될 수 있다.  본 출원은 상기 광 증감제의 함량을 조절함으로써, 원하
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는 파장에서의 경화감도 상승 작용을 구현하면서도, 광 증감제가 잉크젯 코팅에서 용해되지 못하여 접착력을 저

하시키는 것을 방지할 수 있다.

본 출원의 밀봉재 조성물은 커플링제를 추가로 포함할 수 있다.  본 출원은 밀봉재 조성물의 경화물의 피착체와[0026]

의 밀착성이나 경화물의 내투습성을 향상시킬 수 있다.  상기 커플링제는, 예를 들어, 티타늄계 커플링제, 알루

미늄계 커플링제, 또는 실란 커플링제를 포함할 수 있다.

본 출원의 구체예에서, 상기 실란 커플링제로서는, 구체적으로는, 3-글리시딜옥시프로필트리메톡시실란, 3-글리[0027]

시딜옥시프로필트리에톡시실란, 3-글리시딜옥시프로필(디메톡시)메틸실란 및 2-(3,4-에폭시사이클로헥실)에틸트

리메톡시실란 등의 에폭시계 실란 커플링제; 3-머캅토프로필트리메톡시실란, 3-머캅토프로필트리에톡시실란, 3-

머캅토프로필메틸디메톡시실란 및 11-머캅토운데실트리메톡시실란 등의 머캅토계 실란 커플링제; 3-아미노프로

필트리메톡시실란,  3-아미노프로필트리에톡시실란,  3-아미노프로필디메톡시메틸실란,  N-페닐-3-아미노프로필트

리메톡시실란, N-메틸아미노프로필트리메톡시실란, N-(2-아미노에틸)-3-아미노프로필트리메톡시실란 및 N-(2-아

미노에틸)-3-아미노프로필디메톡시메틸실란 등의 아미노계 실란 커플링제; 3-우레이드프로필트리에톡시실란 등

의 우레이드계 실란 커플링제, 비닐트리메톡시실란, 비닐트리에톡시실란 및 비닐메틸디에톡시실란 등의 비닐계

실란 커플링제;  p-스티릴트리메톡시실란 등의 스티릴계 실란 커플링제; 3-아크릴옥시프로필트리메톡시실란 및

3-메타크릴옥시프로필트리메톡시실란 등의 아크릴레이트계 실란 커플링제; 3-이소시아네이트프로필트리메톡시실

란 등의 이소시아네이트계 실란 커플링제, 비스(트리에톡시실릴프로필)디설피드, 비스(트리에톡시실릴프로필)테

트라설피드 등의 설피드계 실란 커플링제; 페닐트리메톡시실란, 메타크릴옥시프로필트리메톡시실란, 이미다졸실

란, 트리아진실란 등을 들 수 있다.

본 출원에서, 커플링제는 에폭시 화합물 100 중량부에 대하여, 0.1 중량부 내지 10 중량부 또는 0.5 중량부 내[0028]

지 5중량부로 포함될 수 있다.  본 출원은 상기 범위 내에서, 커플링제 첨가에 의한 밀착성 개선 효과를 구현할

수 있다.

본 출원의 밀봉재 조성물은 필요에 따라, 수분 흡착제를 포함할 수 있다.  용어 「수분 흡착제」는 물리적 또는[0029]

화학적 반응 등을 통해, 외부로부터 유입되는 수분 또는 습기를 흡착 또는 제거할 수 있는 성분을 총칭하는 의

미로 사용될 수 있다.  즉, 수분 반응성 흡착제 또는 물리적 흡착제를 의미하며, 그 혼합물도 사용 가능하다. 

본 출원에서 사용할 수 있는 수분 흡착제의 구체적인 종류는 특별히 제한되지 않으며, 예를 들면, 수분 반응성[0030]

흡착제의 경우, 금속산화물, 금속염 또는 오산화인(P2O5) 등의 일종 또는 이종 이상의 혼합물을 들 수 있고, 물

리적 흡착제의 경우, 제올라이트, 지르코니아 또는 몬모릴로나이트 등을 들 수 있다.  

본 출원의 밀봉재 조성물은 수분 흡착제를, 에폭시 화합물 100 중량부에 대하여, 5 중량부 내지 100 중량부, 5[0031]

내지 80 중량부, 5 중량부 내지 70 중량부 또는 10 내지 30 중량부의 양으로 포함할 수 있다.  본 출원의 밀봉

재 조성물은, 바람직하게 수분 흡착제의 함량을 5 중량부 이상으로 제어함으로써, 밀봉재 조성물 또는 그 경화

물이 우수한 수분 및 습기 차단성을 나타내도록 할 수 있다.  또한, 본 출원은 수분 흡착제의 함량을 100 중량

부 이하로 제어하여, 박막의 봉지 구조를 제공할 수 있다.

하나의 예시에서, 밀봉재 조성물은 필요에 따라, 무기 필러를 추가로 포함할 수 있다.  본 출원에서 사용할 수[0032]

있는 필러의 구체적인 종류는 특별히 제한되지 않으며, 예를 들면, 클레이, 탈크, 알루미나, 탄산칼슘 또는 실

리카 등의 일종 또는 이종 이상의 혼합을 사용할 수 있다.

본 출원의 밀봉재 조성물은, 에폭시 화합물 100 중량부에 대하여 0 중량부 내지 50 중량부, 1 중량부 내지 40[0033]

중량부, 1 중량부 내지 20 중량부, 또는 1 내지 10 중량부의 무기 필러를 포함할 수 있다.  본 출원은, 무기 필

러를 바람직하게는 1 중량부 이상으로 제어하여, 우수한 수분 또는 습기 차단성 및 기계적 물성을 가지는 봉지

구조를 제공할 수 있다.  또한, 본 발명은 무기 필러 함량을 50 중량부 이하로 제어함으로써, 박막으로 형성된

경우에도 우수한 수분 차단 특성을 나타내는 경화물을 제공할 수 있다.

본 출원에 따른 밀봉재 조성물에는 상술한 구성 외에도 전술한 발명의 효과에 영향을 미치지 않는 범위에서, 다[0034]

양한 첨가제가 포함될 수 있다.  예를 들어, 밀봉재 조성물은 소포제, 점착 부여제, 자외선 안정제 또는 산화

방지제 등을 목적하는 물성에 따라 적정 범위의 함량으로 포함할 수 있다.

하나의 예시에서, 상기 밀봉재 조성물은 상온, 예를 들어, 25℃에서 액상일 수 있다.  본 출원의 구체예에서,[0035]

밀봉재 조성물은 무용제 형태의 액상일 수 있다.  상기 밀봉재 조성물은 유기전자소자를 봉지하는 것에 적용될

수 있고, 구체적으로, 유기전자소자의 전면을 봉지하는 것에 적용될 수 있다.  본 출원의 밀봉재 조성물은 잉크
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젯팅 가능할 수 있도록 특정 조성 및 물성을 가질 수 있다.

또한, 본 출원의 밀봉재 조성물은 잉크 조성물일 수 있다.  본 출원의 밀봉재 조성물은 잉크젯팅 공정이 가능한[0036]

잉크 조성물일 수 있다.  본 출원의 밀봉재 조성물은 잉크젯팅 가능할 수 있도록 특정 조성 및 물성을 가질 수

있다.

또한, 본 출원의 구체예에서, 밀봉재 조성물은 25℃의 온도, 90%의 토크 및 100rpm의 전단속도에서, 브룩필드사[0037]

의 DV-3으로 측정한 점도가 50cPs 이하, 1 내지 46 cPs, 또는 5 내지 44 cPs의 범위 내일 수 있다.  본 출원은

조성물의 점도를 상기 범위로 제어함으로써, 유기전자소자에 적용되는 시점에서의 잉크젯팅 가능한 물성을 구현

할 수 있고, 또한, 코팅성을 우수하게 하여 박막의 봉지재를 제공할 수 있다.

하나의 예시에서, 밀봉재 조성물은 경화 후 경화물의 표면 에너지가 5mN/m  내지 45  mN/m,  10  mN/m  내지 40[0038]

mN/m, 15 mN/m 내지 35 mN/m 또는 20 mN/m 내지 30 mN/m의 범위 내일 수 있다.  상기 표면 에너지의 측정의 당

업계의 공지의 방법으로 측정될 수 있고, 예를 들어, Ring Method 방법으로 측정될 수 있다.  본 출원은 상기

표면 에너지 범위 내에서, 우수한 코팅성을 구현할 수 있다.

본 출원의 구체예에서, 표면 에너지(γ
surface

, mN/m)는 γ
surface

 = γ
dispersion

 + γ
polar 

로 계산될 수 있다. 하나의[0039]

예시에서, 표면 에너지는 물방울형 분석기(Drop Shape Analyzer, KRUSS사의 DSA100제품)를 사용하여 측정할 수

있다.  예를 들어, 표면 에너지는 측정하고자 하는 밀봉재 조성물을 SiNx 기판에 약 50㎛의 두께와 4 cm
2
의 코

팅 면적(가로: 2cm, 세로: 2cm)으로 도포하여 봉지막 형성 후(스핀코터), 질소 분위기 하에서 상온에서 약 10

분 정도 건조시킨 후에 1000mW/cm
2
의 강도로 4000mJ/cm

2
의 광량을 통해 UV 경화시킨다.  경화 후 상기 막에 표

면 장력(surface tension)이 공지되어 있는 탈이온화수를 떨어뜨리고 그 접촉각을 구하는 과정을 5회 반복하여,

얻어진  5개의  접촉각  수치의  평균치를  구하고,  동일하게,  표면  장력이  공지되어  있는  디요오드메탄

(diiodomethane)을 떨어뜨리고 그 접촉각을 구하는 과정을 5회 반복하여, 얻어진 5개의 접촉각 수치의 평균치를

구한다.  그 후, 구해진 탈이온화수와 디요오드메탄에 대한 접촉각의 평균치를 이용하여 Owens-Wendt-Rabel-

Kaelble 방법에 의해 용매의 표면 장력에 관한 수치(Strom 값)를 대입하여 표면 에너지를 구할 수 있다.

또한, 본 출원의 구체예에서, 상기 밀봉재 조성물은 경화 후 가시광선 영역에서의 광투과도가 90% 이상, 92% 이[0040]

상 또는 95% 이상일 수 있다.  상기 범위 내에서 본 출원은 밀봉재 조성물을 전면 발광형 유기전자장치에 적용

하여, 고해상도, 저소비전력 및 장수명의 유기전자장치를 제공한다.  또한, 본 출원의 밀봉재 조성물은 경화 후

JIS K7105 표준 시험에 따른 헤이즈가 3% 이하, 2% 이하 또는 1% 이하일 수 있고, 하한은 특별히 한정되지 않으

나, 0%일 수 있다.  상기 헤이즈 범위 내에서 밀봉재 조성물은 경화 후 우수한 광학 특성을 가질 수 있다.  본

명세서에서, 전술한 광투과도 또는 헤이즈는 상기 밀봉재 조성물을 유기층으로 경화한 상태에서 측정한 것일 수

있고, 상기 유기층의 두께를 2㎛ 내지 50㎛ 중 어느 한 두께일 때 측정한 광학 특성일 수 있다.  본 출원의 구

체예에서, 상기 광학 특성을 구현하기 위해, 전술한 수분 흡착제 또는 무기 필러는 포함하지 않을 수 있다.  

하나의 예시에서,  본  출원의 밀봉재 조성물은 경화 후  측정되는 휘발성 유기화합물의 양이 50ppm미만일 수[0041]

있다.  본 명세서에서 상기 휘발성 유기 화합물을 아웃 가스라고 표현할 수 있다.  상기 휘발성 유기화합물은

상기 밀봉재 조성물을 경화시킨 후, 경화물 샘플을 퍼지트랩(Purge & Trap)-기체 크로마토그래피/질량 분석법을

이용하여 110℃에서 30분 동안 유지한 후, 측정할 수 있다.  상기 측정은 Purge&Trap sampler(JAI JTD-505Ⅲ)-

GC/MS(Agilent 7890b/5977a)기기를 사용하여 측정한 것일 수 있다.

본 출원은 또한, 유기전자장치에 관한 것이다.  예시적인 유기전자장치(3)는 도 1에 도시된 바와 같이, 기판[0043]

(31); 상기 기판(31) 상에 형성된 유기전자소자(32); 및 상기 유기전자소자(32)의 전면을 밀봉하고, 전술한 밀

봉재 조성물을 포함하는 유기층(33)을 포함할 수 있다.

본 출원의 구체예에서, 유기전자소자는 제 1 전극층, 상기 제 1 전극층 상에 형성되고 적어도 발광층을 포함하[0044]

는 유기층 및 상기 유기층상에 형성되는 제 2 전극층을 포함할 수 있다.  상기 제 1 전극층은 투명 전극층 또는

반사 전극층일 수 있고, 제 2 전극층 또한, 투명 전극층 또는 반사 전극층일 수 있다.  보다 구체적으로, 상기

유기전자소자는 기판 상에 형성된 반사 전극층, 상기 반사 전극층 상에 형성되고 적어도 발광층을 포함하는 유

기층 및 상기 유기층상에 형성되는 투명 전극층을 포함할 수 있다.

본 출원에서 유기전자소자(23)는 유기발광다이오드일 수 있다.[0045]

공개특허 10-2018-0066874

- 9 -



하나의 예시에서, 본 출원에 따른 유기전자장치는 전면 발광(top emission)형일 수 있으나, 이에 한정되는 것은[0046]

아니고, 배면 발광(bottom emission)형에 적용될 수 있다.

상기 유기전자장치는 상기 소자의 전극 및 발광층을 보호하는 보호막(35)을 추가로 포함할 수 있다.  상기 보호[0047]

막(35)은 무기 보호막일 수 있다.  상기 보호막은 화학 기상 증착(CVD, chemical vapor deposition)에 의한 보

호층일 수 있고, 그 소재는 하기 무기층과 동일하거나 상이할 수 있고, 공지의 무기물 소재를 사용할 수 있다.

예를 들어, 상기 보호막은 실리콘 나이트라이드(SiNx)를 사용할 수 있다.  하나의 예시에서, 상기 보호막으로

사용되는 실리콘 나이트라이드(SiNx)를 0.01㎛ 내지 50㎛의 두께로 증착할 수 있다.

본 출원의 구체예에서, 유기전자장치(3)는 상기 유기층(33) 상에 형성된 무기층(34)을 추가로 포함할 수 있다.[0048]

무기층(34)은 그 소재는 제한되지 않으며, 전술한 보호막과 동일하거나 상이할 수 있다.  또한, 상기 무기층

(34)은 상기 보호막(35)과 동일한 방법으로 형성될 수 있다.  하나의 예시에서, 무기층은 Al, Zr, Ti, Hf, Ta,

In, Sn, Zn 및 Si로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 금속 산화물 또는 질화물일 수 있다. 상기 무기층

의 두께는 0.01㎛ 내지 50㎛ 또는 0.1㎛ 내지 20㎛ 또는 1㎛ 내지 10㎛일 수 있다.  하나의 예시에서, 본 출원

의 무기층은 도판트가 포함되지 않은 무기물이거나, 또는 도판트가 포함된 무기물일 수 있다.  도핑될 수 있는

상기 도판트는 Ga, Si, Ge, Al, Sn, Ge, B, In, Tl, Sc, V, Cr, Mn, Fe, Co 및 Ni로 이루어진 군에서 선택된 1

종 이상의 원소 또는 상기 원소의 산화물일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.

하나의 예시에서, 상기 유기층의 두께는 2㎛ 내지 20㎛, 2.5㎛ 내지 15㎛, 2.8㎛ 내지 9㎛의 범위내일 수 있다.[0049]

본 출원은 유기층의 두께를 얇게 제공하여 박막의 유기전자장치를 제공할 수 있다.

본 출원의 유기전자장치(3)는 전술한 유기층(33) 및 무기층(34)을 포함하는 봉지 구조를 포함할 수 있고, 상기[0050]

봉지 구조는 적어도 하나 이상의 유기층 및 적어도 하나 이상의 무기층을 포함하며, 유기층 및 무기층이 반복하

여 적층될 수 있다.  예를 들어, 상기 유기전자장치는 기판/유기전자소자/보호막/(유기층/무기층)n의 구조를 가

질 수 있고 상기 n은 1 내지 100의 범위 내의 수일 수 있다.  도 1은 n이 1일 때를 예시적으로 나타낸 단면도이

다.

하나의 예시에서, 본 출원의 유기전자장치(3)는 상기 유기층(33) 상에 존재하는 커버 기판을 추가로 포함할 수[0051]

있다.  상기 기판 및/또는 커버 기판의 소재는 특별히 제한되지 않고 당업계의 공지의 소재를 사용할 수 있다.

예를 들어, 상기 기판 또는 커버 기판은 유리, 금속 기재 또는 고분자 필름일 수 있다.  고분자 필름은 예를 들

어, 폴리에틸렌테레프탈레이트 필름, 폴리테트라플루오르에틸렌 필름, 폴리에틸렌 필름, 폴리프로필렌 필름, 폴

리부텐 필름, 폴리부타디엔 필름, 염화비닐 공중합체 필름, 폴리우레탄 필름, 에틸렌-비닐 아세테이트 필름, 에

틸렌-프로필렌 공중합체 필름, 에틸렌-아크릴산 에틸 공중합체 필름, 에틸렌-아크릴산 메틸 공중합체 필름 또는

폴리이미드 필름 등을 사용할 수 있다.

또한, 본 출원의 유기전자장치(3)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 커버 기판(38)과 상기 유기전자소자(32)가[0052]

형성된 기판(31) 사이에 존재하는 봉지 필름(37)을 추가로 포함할 수 있다.  상기 봉지 필름(37)은 유기전자소

자(32)가 형성된 기판(31)과 상기 커버 기판(38)을 부착하는 용도로 적용될 수 있고, 예를 들어, 점착 필름 또

는 접착 필름일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.  상기 봉지 필름(37)은 유기전자소자(32) 상에 적층된

전술한 유기층 및 무기층의 봉지 구조(36)의 전면을 밀봉할 수 있다.

또한, 본 출원은 유기전자장치의 제조방법에 관한 것이다.[0054]

하나의 예시에서, 상기 제조방법은 상부에 유기전자소자(32)가 형성된 기판(31) 상에 전술한 밀봉재 조성물이[0055]

상기 유기전자소자(32)의 전면을 밀봉하도록 유기층(33)을 형성하는 단계를 포함할 수 있다.

상기에서, 유기전자소자(32)는 기판(31)으로서, 예를 들어, 글라스 또는 고분자 필름과 같은 기판(31) 상에 진[0056]

공 증착 또는 스퍼터링 등의 방법으로 반사 전극 또는 투명 전극을 형성하고, 상기 반사 전극 상에 유기재료층

을 형성하여 제조될 수 있다.  상기 유기재료층은 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 주입층 및/또는 전

자 수송층을 포함할 수 있다.  이어서, 상기 유기재료층 상에 제 2 전극을 추가로 형성한다.  제 2 전극은 투명

전극 또는 반사 전극일 수 있다.  

본 출원의 제조 방법은 상기 기판(31) 상에 형성된 제 1 전극, 유기 재료층 및 제 2 전극 상에 보호막(35)을 형[0057]

성하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.  그런 뒤, 상기 기판(31) 상에 상기 유기전자소자(32)를 전면 커버하도

록 전술한 유기층(33)을 적용한다. 이때, 상기 유기층(33)을 형성하는 단계는 특별히 한정되지 않으며, 상기 기
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판(31)의 전면에 전술한 밀봉재 조성물을 잉크젯 인쇄(Inkjet), 그라비아 코팅(Gravure), 스핀 코팅, 스크린 프

린팅 또는 리버스 오프셋 코팅(Reverse Offset) 등의 공정을 이용할 수 있다.  

상기 제조방법은 또한; 상기 유기층에 광을 조사하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.  본 발명에서는 유기전자[0058]

장치를 봉지하는 유기층에 대해 경화 공정을 수행할 수도 있는데, 이러한 경화 공정)은 예를 들면, 가열 챔버

또는 UV 챔버에서 진행될 수 있으며, 바람직하게는 UV 챔버에서 진행될 수 있다.

하나의 예시에서, 전술한 밀봉재 조성물을 도포하여, 전면 유기층을 형성한 후에, 상기 조성물에 광을 조사하여[0059]

가교를 유도할 수 있다.  상기 광을 조사하는 것은 250nm 내지 450nm 또는 300nm 내지 450nm영역대의 파장범위

를 갖는 광을 0.3 내지 6 J/cm
2
의 광량 또는 0.5 내지 5 J/cm

2
의 광량으로 조사하는 것을 포함할 수 있다.

또한, 본 출원의 제조 방법은 상기 유기층(33) 상에 무기층(34)을 형성하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.  상[0060]

기 무기물층을 형성하는 단계는, 당업계의 공지의 방법이 사용될 수 있고, 전술한 보호막 형성 방법과 동일하거

나 상이할 수 있다.

발명의 효과

본 출원은 외부로부터 유기전자장치로 유입되는 수분 또는 산소를 효과적으로 차단하여 유기전자장치의 수명을[0061]

확보할 수 있고, 전면 발광형 유기전자장치의 구현이 가능하며, 잉크젯 방식으로 적용 가능하고, 박형의 디스플

레이를 제공할 수 있는 밀봉재 조성물 및 이를 포함하는 유기전자장치를 제공한다.

도면의 간단한 설명

도 1 및 2는 본 발명의 하나의 예시에 따른 유기전자장치를 나타내는 단면도이다.[0062]

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하 본 발명에 따르는 실시예 및 본 발명에 따르지 않는 비교예를 통하여 본 발명을 보다 상세히 설명하나, 본[0063]

발명의 범위가 하기 제시된 실시예에 의해 제한되는 것은 아니다.

실시예 1[0065]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0066]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(BASF사의 Irgacure PAG

290,  이하,  I290)  및  불소계  계면  활성제  (DIC사의  F552)를  각각  23.8:28.7:37.5:5.0:1.0

(Celloxide2021P:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율로 혼합용기에 투입하였다.

상기 혼합용기를 Planetary mixer (구라보, KK-250s)를 이용하여 균일한 밀봉재 조성물을 제조하였다.[0067]

실시예 2[0069]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0070]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면

활성제 (3M사의 FC-4430)를 각각 29.4:10.2:50.4:5.0:1.0 (Celloxide2021P:DE203:OXT-221:I290:FC-4430)의 중

량비율로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 실시예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 3[0072]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0073]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 설포늄염을 포함하는 광개시제

(I290) 및 불소계 계면 활성제 (DIC사의 F552)를 각각 12.4:24.8:46.8:10.0:1.0 (Celloxide2021P:DE203:OXT-

221:I290:F552)의 중량비율로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을

제조하였다.
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실시예 4[0075]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2081P)  및  지방족  에폭시  화합물[0076]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면

활성제 (DIC사의 F552)를 각각 24.8:24.3:40.9:5.0:1.0 (Celloxide2081P:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율

로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 실시예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 5[0078]

상온에서 에폭시 화합물로서 지환족 에폭시 화합물 (Daicel사 Celloxide 3000) 및 지방족 에폭시 화합물 (HAJIN[0079]

CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면 활성제

(DIC사의 F552)를 각각 30.0:7.2:52.8:5.0:1.0 (Celloxide3000:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율로 혼합용

기에 투입한 것을 제외하고, 실시예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 6[0081]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0082]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 설포늄염을 포함하는 광개시제

(I290)  및 불소계 계면 활성제 (DIC사의 F552)를 각각 12.4:24.8:52.8:5.0:1.0  (Celloxide2021P:DE203:OXT-

221:I290:F552)의 중량비율로 혼합용기에 투입하였다.

상기 혼합용기를 Planetary mixer (구라보, KK-250s)를 이용하여 균일한 밀봉재 조성물을 제조하였다.[0083]

실시예 7[0085]

광개시제로서 I290 대신 설포늄염을 포함하는 광개시제로서 BASF사의 GSID26-1을 사용한 것을 제외하고는 실시[0086]

예 6과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 8[0088]

광개시제로서 I290 대신 설포늄염을 포함하는 광개시제로서 San-apro사의 광개시제인 CPI210S을 사용한 것을 제[0089]

외하고는 실시예 6과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 9[0091]

광개시제로서  I290  대신  설포늄염을  포함하는  광개시제로서  Tetrachem사의  UV692(active  contents  50wt%,[0092]

solvent(propylene carbonate) 50wt%)를 사용한 것을 제외하고는 실시예 6과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을

제조하였다.

실시예 10[0094]

광개시제로서 I290 대신 설포늄염을 포함하는 광개시제로서 Tetrachem사의 UV693을 사용한 것을 제외하고는 실[0095]

시예 6과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 11[0097]

광개시제로서 I290 대신 BASF사의 비이온계 광개시제인 Irgacure PAG 103을 사용한 것을 제외하고는 실시예 6과[0098]

동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.
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실시예 12[0100]

광개시제로서 I290 대신 BASF사의 비이온계 광개시제인 CGI725를 사용한 것을 제외하고는 실시예 6과 동일한 방[0101]

법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 13[0103]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P),  옥세탄기  함유  화합물[0104]

(TOAGOSEI사의 OXT-221), 설포늄염을 포함하는 광개시제(I290) 및 불소계 계면 활성제 (DIC사의 F552)를 각각

37.5:52.5:5.0:1.0 (Celloxide2021P:OXT-221:I290:F552)의 중량비율로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고는 실

시예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 14[0106]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0107]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면

활성제 (DIC사의 F552)를 각각 37.5:7.0:45.5:5.0:1.0 (Celloxide2021P:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율

로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 실시예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 15[0109]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2081P)  및  지방족  에폭시  화합물[0110]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면

활성제 (DIC사의 F552)를 각각 20.0:41.0:29.0:5.0:1.0 (Celloxide2081P:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율

로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 실시예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

실시예 16[0112]

광개시제로서  I290  대신  BASF사의  Iodonium  광개시제인  Irgacure  250(active  contents  75wt%,[0113]

solvent(propylene carbonate) 25wt%)을 사용한 것을 제외하고는 실시예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을

제조하였다.

비교예 1[0115]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0116]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면

활성제 (DIC사의 F552)를 각각 2.3:23.4:64.3:5.0:1.0 (Celloxide2021P:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율

로 혼합용기에 투입하였다.

상기 혼합용기를 Planetary mixer (구라보, KK-250s)를 이용하여 균일한 밀봉재 조성물을 제조하였다.[0117]

비교예 2[0119]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0120]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면

활성제 (DIC사의 F552)를 각각 12.5:7.3:66.7:5.0:1.0 (Celloxide2021P:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율

로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 비교예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

비교예 3[0122]

공개특허 10-2018-0066874

- 13 -



상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0123]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면

활성제 (DIC사의 F552)를 각각 8.3:11.5:70.2:5.0:1.0 (Celloxide2021P:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율

로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 비교예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

비교예 4[0125]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0126]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면

활성제 (DIC사의 F552)를 각각 23.8:30.0:36.2:5.0:1.0 (Celloxide2021P:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율

로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 비교예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

비교예 5[0128]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0129]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 불소계 계면

활성제 (DIC사의 F552)를 각각 37.8:17.6:34.6:5.0:1.0 (Celloxide2021P:DE203:OXT-221:I290:F552)의 중량비율

로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 비교예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

비교예 6[0131]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2081P)  및  지방족  에폭시  화합물[0132]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 실리콘계 계

면  활성제  (BYK사의  BYK1798)를  각각  24.8:24.3:40.9:5.0:1.0  (Celloxide2081P:DE203:OXT-

221:I290:BYK1798)의 중량비율로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 비교예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물

을 제조하였다.

비교예 7[0134]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0135]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 광개시제(I290) 및 실리콘계 계

면 활성제 (BYK사의 BYK3455)를 각각 30.0:7.2:52.8:5.0:1.0 (Celloxide2021P:DE203:OXT-221:I290:BYK3455)의

중량비율로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고, 비교예 1과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을 제조하였다.

비교예 8[0137]

상온에서  에폭시  화합물로서  지환족  에폭시  화합물  (Daicel사  Celloxide  2021P)  및  지방족  에폭시  화합물[0138]

(HAJIN CHEM TECH사, DE203), 옥세탄기 함유 화합물 (TOAGOSEI사의 OXT-221), 설포늄염을 포함하는 광개시제

(I290)  및 불소계 계면 활성제 (DIC사의 F552)를 각각 12.4:24.8:55.8:1.0:1.0  (Celloxide2021P:DE203:OXT-

221:I290:F552)의 중량비율로 혼합용기에 투입한 것을 제외하고는 실시예 6과 동일한 방법으로 밀봉재 조성물을

제조하였다.

실시예 및 비교예에서의 물성은 하기의 방식으로 평가하였다.[0140]

1. 점도 측정[0142]

실시예 및 비교예에서 제조한 밀봉재 조성물의 점도를 Brookfield사 점도계로서 DV-3를 사용하여 하기와 같이[0143]

측정하였다.
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상기 제조된 밀봉재 조성물에 대해서, 25℃의 온도, 90%의 토크 및 100 rpm의 전단속도 조건에서 측정하였다.[0144]

구체적으로, 브룩필드 점도계의 Cone/plate 방식을 사용하여 시료를 0.5ml 주입하여 점도를 측정하였다.

2. 경화 감도 측정[0146]

실시예 및 비교예에서 제조한 밀봉재 조성물을 1000mW/cm
2
의 강도로 1J/cm

2
의 UV를 조사한 후에 접착제의 tack[0147]

free time을 측정하였다.  우선, 밀봉재 조성물을 스핀코팅하여 두게 10㎛로 도포하고 경화시킨다.  경화 직후

밀봉재의 표면을 만졌을 때 tacky감이 사라지고 밀봉재의 묻어 나옴이 전혀 없을 때까지의 시간을 tack free

time으로 정의하여 측정한다.  상기 tack free time이 1초 미만인 경우 ◎, 1분 미만인 경우 O, 5분 이상인 경

우 △, 30분 이상인 경우 X로 분류하였다.

3. 접촉각 측정[0149]

실시예 및 비교예에서 제조한 밀봉재 조성물에 대해, 25℃에서 유리에 대한 접촉각을 측정하였다.  밀봉재 조성[0150]

물을 syringe에 주입하여 5㎕의 부피로 한 방울 떨어뜨린 후 CCD Camera로 촬영하여 측정한다.  5회 평균값을

사용하였으며, 장비는 KRUSS사의 DSA100을 사용하였다.  접착각이 15° 미만인 경우 퍼짐성이 우수하여 O, 접촉

각이 15° 내지 30°인 경우 △, 접촉각이 30° 초과인 경우 X로 분류하였다.

 [0151]

4. 표면 경도 측정[0152]

실시예 및 비교예에서 제조한 밀봉재 조성물을 50mmx50mm의 LCD 글래스 기재 상에 스핀 코팅을 통해 5㎛의 두께[0153]

로 도포하였다.  상기 도포된 조성물에 대해, LED UV 램프를 통해 1000mJ/cm
2
의 광량으로 경화를 진행하였다.

상기 경화물에 대해, Pencil Hardness Tester기를 사용하여, 500g 중량 하에서 273mm/min의 속도로 H~5H까지

표면 경도 테스트를 실시하였다.

5. 용해도 측정[0155]

실시예 및 비교예에서 제조한 밀봉재 조성물을 3시간 동안 교반 후 육안으로 관찰 시 전혀 용해되지 않는 경우[0156]

X, 일부 용해되지 않은 부분이 존재하는 경우 △, 완전히 용해되는 경우 O로 분류하였다.

6. 아웃가스 측정[0158]

실시예 및 비교예에서 제조한 밀봉재 조성물을 1000mW/cm
2
의 강도로 1J/cm

2
의 UV를 조사하여 경화시킨 후, 50mg[0159]

의 경화물 샘플을 퍼지트랩(Purge & Trap)-기체 크로마토그래피/질량 분석법을 이용하여 110℃에서 30분 동안

유지한  후,  휘발성  유기  화합물의  양을  측정하였다.   상기  측정은  Purge&Trap  sampler(JAI  JTD-505Ⅲ)-

GC/MS(Agilent 7890b/5977a)기기를 사용하여 측정하였다.  측정량이 50ppm 이하인 경우 O, 100ppm 이하인 경우

△, 100ppm 초과인 경우 X로 표시하였다. 

표 1

[0161] 점도(cPs) 경화감도 접촉각

(퍼짐성)

표면경도 용해도 아웃가스

실시예 1 23.7 ◎ O 5H - -

실시예 2 24.7 ◎ O 5H - -

실시예 3 17 O O - O △

실시예 4 43.8 O O 5H - -

실시예 5 8.6 O O 4H - -

실시예 6 16 O O - O O

실시예 7 16 O O - O O
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실시예 8 16 O O - O O

실시예 9 16 O O - O △

실시예10 16 O O - O O

실시예11 16 △ O - O -

실시예12 16 - O - △ -

실시예13 66 ◎ - 3H - O

실시예14 70 ◎ - 4H - O

실시예15 46 ◎ - 2H - △

실시예16 22 O - 2H - △

비교예 1 11.2 △ O 1H - -

비교예 2 14.2 △ O 1H - -

비교예 3 13.4 △ O 1H - -

비교예 4 23.2 X △ - - -

비교예 5 35.1 X △ - - -

비교예 6 24.6 O X 5H - -

비교예 7 25.8 O X 5H - -

비교예 8 15 △ - - O X

부호의 설명

3: 유기전자장치 [0164]

31: 기판

32: 유기전자소자 

33: 유기층

34: 무기층

35: 보호막

36: 봉지 구조

37: 봉지 필름

38: 커버 기판

도면

도면1
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도면2
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专利名称(译) 密封材料成分

公开(公告)号 KR1020180066874A 公开(公告)日 2018-06-19

申请号 KR1020170169680 申请日 2017-12-11

[标]申请(专利权)人(译) 乐金化学股份有限公司

申请(专利权)人(译) LG化学有限公司

[标]发明人 WOO YU JIN
우유진
KIM JOON HYUNG
김준형
CHOI KOOK HYUN
최국현
YU MI LIM
유미림

发明人 우유진
김준형
최국현
유미림

IPC分类号 H01L51/52 H01L27/32 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/5253 H01L51/0005 H01L51/5246

优先权 1020160167794 2016-12-09 KR

其他公开文献 KR102034455B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本申请涉及一种密封材料组合物和包括该密封材料组合物的有机电子器
件，并有效地阻挡了从外部引入到有机电子器件中的水分或氧气，从而
确保了有机电子器件的寿命，并实现了顶部发光有机电子器件。可以提
供能够提供薄的显示的密封剂组合物，其可以以喷墨方式应用。 专利出
版物10-2018-0066874

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/77286ec4-cdfa-4dfd-98af-45f59dbac5a4
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062491278/publication/KR20180066874A?q=KR20180066874A

